
瞬態熱響應 
EX2.標準LED散熱分析 

(擬自然對流分析) 



瞬態-熱 

熱對流 
(LED外表面) 

Chip發熱10 Watt 
 (散熱分析取60%效率) 

環境溫度:26 ℃ 
空氣熱對流係數: 5 ×10-5   (W/mm2 ℃) 



Step2.選擇匯入檔案 

Step1.匯入3D 模型 

Step3.開啓自動搜尋接觸面 

MeshFree支援各類CAD 格式 



選擇匯入材料檔 
EX2_瞬態熱響應_標準LED散熱分析.mat 



下拉選項-NEW 

分別新增到材料模型樹 



空氣 
PCB 

Chip 
鋁 

玻璃 

模型樹會顯示指定的材料 

依照圖示分別指定材料 



註:熱源=發熱熱量/體積=10Watt/Chip體積 

框選Chip 

散熱分析取60%效率 



環境溫度:26 ℃ 
空氣熱對流係數: 5 ×10-5   (W/mm2 ℃) 

補充:特徵選取方式參考下頁 



Step2自動搜尋相鄰面(連續點選) 

Step1.點選底面 

Step3手動選取玻璃罩外表面 



1.計算1小時(3600sec) 
2.等分成120次計算(每30 sec計算一次) 



 記憶體大小 
1.計算速度 

2.分析準確性 



匯出計算資訊 

進行求解 





Chip擬自然對流溫度變化 
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